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GM3101倒车雷达主机测试 
详 细 规 范 

1 范围 

本规范规定了 GM3101 倒车雷达主机主机模块电路（以下简称模块电路）测试的详细要求。本

规范的目的保证批量生产的 GM3101倒车雷达主机质量合格。 

2 引用文件 

GM3101产品定义书和倒车雷达整机产品定义； 

GB 3431.2–1986 半导体集成电路文字符号 引出端功能符号； 

QC/T 549-1999 汽车倒车报警器； 

JB 2261 汽车应用电气设备基本技术条件； 

GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表； 

3 测试标准 

本标准主要包括 外观测试标准、上电测试标准、功能测试标准、性能测试标准和耐振动寿命测试

标准。 

3.1 上电测试标准 
1）、主机的工作电压为 DC12V±10%。主控芯片的工作电压是否为 DC5V±10%.在该范围内为合

格，否则不合格。 

2）、测试主控芯片的共模电压是否在 1.65V~1.75V范围内。在该范围内为合格，否则不合格。 

3）、电流测试：主机的总体电流不超过 300mA。超过则为不合格。 

3.2 功能测试标准 
1）、通道测试：主机的每个通道工作状态是否正常。 

2）、每个通道测试的距离是否准确。正负偏差不能超过 10cm.。 

3）、测试距离标准，要求测试的距离为 0.3~2 米。检测时设定为 0.3~2.3米。 

 

3.3 性能测试标准 
1）、精度测试：（业界的精度测试一般是要求是：测试直径为 20cm的 PVC管 1.1米） 

    本主机测试要求为 1.1~1.5 米。 

2）、角度测试：测试的角度与探头的性能有关（探头的水平角度有的为 0℃~60℃，垂直角度为

0℃~30℃。）根据情况进进行测试。 

3）、人体测试（与（1）功能相同）：测试人体的准确距离为 0.3~1.3米。（业界的一般要求为 0.3~1.0

米） 

3.4 外观测试标准 
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1）、主机元件摆放整、表面清洁无污垢。 

2）、三防漆分布均匀。 

3）、器件有无明显的短路。 

3.5、振动测试标准 
1)、随机抽取一定数量的常温合格产品对其做振动实验。（抽样比例待定） 

3.6、上电老练测试标准 
1)、对常温检测合格的全部产品高温 80℃上电 24小时，筛选出元器件前期失效的不合格产品。 

4．模块结构图 

4.1块功能框图与外部接口定义 
4.1.1 功能框图 

    

4.1.2 模块外部接口分布定义 

 

接口对照表 

GM3101模块 
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 

 探头 1 接口 探头 2 接口 探头 3 接口 探头 4 接口 显示接口 

电源负 

2、3：电源

正（12V） 

 

接口凸起端向上插入，左侧端为地 

1：地 

2：5V电源（由

芯片提供） 

3：信号输出+ 

4：信号输出- 

5.环境测试（标准测试条件：25±3°C，35%到 60%相对湿度） 

5.1  距离测试 
5.1.1  以墙面为障碍物的距离测试 

测试方法： 

 选择一竖直的玻璃平面或者混凝土墙面作为障碍物平面，以墙面为原点向外量出 3

米长的距离，将超声波探头朝向障碍物平面，在范围距离内缓慢移动，将显示器显

示距离同实际距离比较，允许最大误差为 0.1米（±0.05 

米）。 

5.1.2  以 PVC棒为障碍物的距离测试 

 测试一： 

 将超声波探头固定于任意水平位置，以探头为原点向外量出 1.4 米的距离， 用直

径为 20mm的 PVC棒在 0.3米— 1.4米的距离内缓慢移动，要求能探测到的最远距

离不小于 1.4米（目前国内最领先的技术指标），将探测到的距离与实际距离进行比

序号 
引出 
端号 

符号 功能 

 X1 VDD 电源插口 

 X2   

 X3   

 X4   

 X5   

 X6   
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较，允许探测值与实际值的最大误差为 0.1米（±0.05米）。 

测试二： 

 将超声波探头固定于任意水平位置，以探头为原点向外量出 1.8米的距离，用直径

为 60mm的 PVC棒在 0.3米— 1.8米的距离内缓慢移动，要求能探测到的最远距离

不小于 1.8 米，将探测到的距离与实际距离进行比较，允许探测值与实际值的最大

误差为 0.1米（±0.05米）。 

见下图： 

 

 

6. 温度测试 

  6.1高温老化测试： 

将 GM3101模块放入 85℃环境中，老化 16个小时；老化完成后再进行常温、

高温和低温功能检测。全部通过即算合格。高低温功能采用抽检方式。 

6.2  功能检测方法： 

将模块接入实际系统中，进行距离测试。 

将探头放在距墙壁 0.3米、1.2米、2.0 米、2.8米 4个距离的位置，观察显示

距离，四个探头分别进行测量。 

6.3  高温功能测试： 

将 GM3101整机模块放入高温箱中，探头放置在高温箱外，温度升高至 80℃，

持续 120分钟后，进行距离测试，测试方法如 5.2 

PVC 棒 

Dia=60mm 

or 

Dia=20mm 

超声波探头 U.S 

distance 
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6.4 低温功能测试： 

将 GM3101 整机模块放进低温箱中，探头在低温箱外部，温度降低至-40℃，持

续 120分钟后，进行低温功能测试，测试方法如 5. 2。 

 

6.5  温度测试连接方法 

        

6.电性能测试（标准测试条件：25±3°C，35%到 60%相对湿度） 

  6.1 电压衰减测试                                                                

    将接有显示的整机模块接上可调电源，电压从 12V开始衰减，每个单位 0.1V。要求

电压衰减至最低 5V的时候，将探头放在距墙壁 0.3米、1.2米、2.0米、2.6米 4个

距离的位置，观察显示距离，要求能正确显示距离。（四个探头要分别进行测试） 

  

6.2 耐压测试 

    将接有显示的整机模块接上可调电源，电压从 12V开始增加，每个单位 0.1V。要求

电压升高至 18V，将探头放在距墙壁 0.3米、1.2米、2.0 米、2.6米 4个距离的位置，

观察显示距离，要求能正确显示距离。（四个探头要分别进行测试） 

   补充说明：以上两个测试方案只限于数码管显示的简单的单片机显示方案，如采用其

他较大功率的显示方案耐压值须重新测试评估；另测试距离均先用米尺测量并做标

记。 
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   6.3  输出信号电平检测 

用示波器观察芯片的“DOUT+”引脚，要求输出的异步串口数据满足TTL电平要求，即当

负载为150欧姆时，高电平大于3.5V，低电平小于0.8V。 

 

7 .质量保证与产品检验规定 

 7.1  检验分类 

本规范规定的检验分类如下： 

a)  筛选； 

b)  质量一致性检验。 

7.2  筛选 

在鉴定检验和质量一致性检验之前，全部组件应按 SJ 20527－1995 的 4.10 和本规

范表 2的规定进行筛选。 

 

表 2  筛选 

筛 选 项 目 试 验 方 法 条  件 

1.外形和机械检查  SJ 20527－1995，
3.4 

 要求整机模块外形尺寸与
厚度满足设计要求，元器件
及板边不得与壳体发生干
涉。 

2.常温下环境测试  见 5.1 
 25±3°C，35%到 60%相对
湿度 

3.高温老化                  85℃，24h，加电 

4.电性能测试  见 6 
 25±3°C，35%到 60%相对
湿度 

 

 


